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(57)【要約】
【課題】化学機械研磨パッド製造用組立品を提供する。
【解決手段】上面および底面を有するサブパッド層；上
側および底側を有する裏当てプレート；サブパッド層を
裏当てプレートに取り付けるのを容易にするように設計
された少なくとも２つの凹み領域を有する犠牲層；を含
み、サブパッド層が裏当てプレートの上側に配置されて
おり、犠牲層が裏当てプレートの底側に配置されており
、並びに少なくとも２つの包み込みタブが裏当てプレー
トの底側まで伸びている；化学機械研磨パッド製造用組
立品が提供される。当該化学機械研磨パッド製造用組立
品を用いて化学機械研磨パッドを製造する方法も提供さ
れる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面、底面、および少なくとも２つの包み込みタブを有するサブパッド層；
　上側および底側を有する裏当てプレート；並びに
　サブパッド層を裏当てプレートに取り付けるのを容易にするように設計された少なくと
も２つの凹み領域を有する犠牲層；を含み、
　サブパッド層が裏当てプレートの上側に配置されており、犠牲層が裏当てプレートの底
側に配置されており、並びに少なくとも２つの包み込みタブが裏当てプレートの底側まで
伸びている；
化学機械研磨パッド製造用組立品。
【請求項２】
　サブパッド層の上面に平行線パターンで適用された未硬化の反応性ホットメルト接着剤
をさらに含む、請求項１に記載の化学機械研磨パッド製造用組立品。
【請求項３】
　少なくとも２つの包み込みタブの取り外しを容易にするために、サブパッド層が目打ち
を有する、請求項１に記載の化学機械研磨パッド製造用組立品。
【請求項４】
　少なくとも２つの包み込みタブと裏当てプレートの底側との間に配置されている感圧接
着剤をさらに含み、当該感圧接着剤が少なくとも２つの包み込みタブを裏当てプレートに
固定している、請求項１に記載の化学機械研磨パッド製造用組立品。
【請求項５】
　サブパッド層の底面に適用された感圧接着剤および剥離ライナーをさらに含み、当該感
圧接着剤はサブパッド層の底面と裏当てプレートの上側との間に配置されており、剥離ラ
イナーが少なくとも２つの包み込みタブにはなく、少なくとも２つの包み込みタブに適用
された感圧接着剤が少なくとも２つの包み込みタブを裏当てプレートの底側に固定してい
る、請求項１に記載の化学機械研磨パッド製造用組立品。
【請求項６】
　犠牲層と裏当てプレートの底側との間に配置されている感圧接着剤の層をさらに含み、
当該感圧接着剤が犠牲層を裏当てプレートの底側に固定している、請求項１に記載の組立
品。
【請求項７】
　少なくとも２つの包み込みタブが犠牲層の少なくとも２つの凹み領域にはまり込んでい
る、請求項１に記載の組立品。
【請求項８】
　少なくとも２つの包み込みタブが犠牲層の少なくとも２つの凹み領域とかみ合っている
、請求項１に記載の組立品。
【請求項９】
　上面、底面および目打ちされている少なくとも２つの包み込みタブを有するサブパッド
層；
　上側および底側を有する裏当てプレート；
　裏当てプレートにサブパッド層を取り付けるのを容易にするように設計された少なくと
も２つの凹み領域を有する犠牲層；
　サブパッド層の上面に平行線パターンで適用された未硬化の反応性ホットメルト接着剤
；
　サブパッド層の底面に適用された第１感圧接着剤；
　剥離ライナー、ここで第１感圧接着剤はサブパッド層の底面と剥離ライナーとの間に配
置されており、剥離ライナーは目打ちされている少なくとも２つの包み込みタブにはなく
、当該少なくとも２つの包み込みタブへの第１感圧接着剤を裏当てプレートに対して露出
させている；並びに、
　犠牲層と裏当てプレートの底側との間に配置されており、第１感圧接着剤と組成が同じ
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かまたは異なっている第２感圧接着剤；
を含み、
　サブパッド層は裏当てプレートの上側に配置されており；
　目打ちされている少なくとも２つの包み込みタブは裏当てプレートの底側まで伸びてお
り；
　目打ちされている少なくとも２つの包み込みタブに適用され、かつ裏当てプレートに対
して露出した第１感圧接着剤は、目打ちされている少なくとも２つの包み込みタブを裏当
てプレートに固定しており；並びに
　第２感圧接着剤は犠牲層を裏当てプレートに固定している；
化学機械研磨パッド製造用組立品。
【請求項１０】
　研磨層を提供し；
　上面、底面および少なくとも２つの包み込みタブを有するサブパッド層；上側および底
側を有する裏当てプレート；裏当てプレートにサブパッド層を取り付けるのを容易にする
ように設計された少なくとも２つの凹み領域を有する犠牲層；平行線パターンでサブパッ
ド層の上面に適用された未硬化の反応性ホットメルト接着剤；を含み、サブパッド層が裏
当てプレートの上側に配置されており、犠牲層が裏当てプレートの底側に配置されており
、少なくとも２つの包み込みタブが裏当てプレートの底側まで伸びている、化学機械研磨
パッド製造用組立品を提供し；
　研磨層とサブパッド層との間に配置される未硬化の反応性ホットメルト接着剤で、研磨
層と化学機械研磨パッド製造用組立品とを積層させて、積層物を形成し；
　積層物に軸方向の力を適用し；
　未硬化の反応性ホットメルト接着剤を硬化させて、サブパッド層と研磨層との間に反応
性ホットメルト接着剤結合を形成し；
　サブパッド層から少なくとも２つの包み込みタブを分離させ；並びに
　サブパッド層に結合した研磨層を有するサブパッド層を裏当てプレートから取り外す；
ことを含む、化学機械研磨パッドを製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して化学機械研磨の分野に関する。特に本発明は、化学機械研磨パッドの製
造に有用な化学機械研磨パッド製造用組立品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路および他の電子素子の製造において、導電物質、半導体物質および誘電物質の
複数層が半導体ウェハの表面上に堆積されそして表面上から除去される。導電物質、半導
体物質および誘電物質の薄層が多くの堆積技術を用いて堆積されうる。現在のウェハ加工
における一般的な堆積技術には、特に、スパッタリングとしても知られる物理蒸着（ＰＶ
Ｄ）、化学蒸着（ＣＶＤ）、プラズマ化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）および電気化学めっきが挙
げられる。一般的な除去技術には、特に、湿式および乾式の等方性および異方性エッチン
グが挙げられる。
【０００３】
　物質の層が逐次的に堆積され除去される場合、ウェハの一番上の表面は非平面になる。
後の半導体加工（例えば、金属化）はウェハが平坦な表面を有することを必要とするので
、そのウェハは平坦化される必要がある。平坦化は望まれない表面形状および表面欠陥、
例えば、粗い表面、凝集物質、結晶格子損傷、スクラッチおよび汚染された層または物質
などを除去するのに有用である。
【０００４】
　化学機械平坦化または化学機械研磨（ＣＭＰ）は半導体ウェハのような加工対象物を平
坦化または研磨するのに使用される一般的な技術である。従来のＣＭＰにおいては、ウェ
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ハキャリアまたは研磨ヘッドはキャリア組立品上に設置される。研磨ヘッドはウェハを保
持し、ＣＭＰ装置内のテーブルまたはプラテン上に設置される研磨パッドの研磨層とウェ
ハを接触させるように配置する。キャリア組立品はウェハと研磨パッドとの間に制御可能
な圧力をもたらす。同時に、研磨媒体が研磨パッド上に分配され、そしてウェハと研磨層
との間の隙間に引き込まれる。研磨を達成するために、研磨パッドとウェハは典型的には
互いに対して回転する。研磨パッドがウェハのすぐ下で回転する場合、ウェハは典型的に
輪状の形の研磨トラックまたは研磨領域を一掃し、そこではウェハの表面は研磨層に直接
的に直面する。ウェハ表面は、その表面上の研磨層および研磨媒体の化学的および機械的
作用によって研磨され、平坦にされる。
【０００５】
　Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄらは米国特許第６，００７，４０７号において、異なる物質の２
層が一緒に積層されている複数層化学機械研磨パッドを開示する。典型的な２層研磨パッ
ドは、基体の表面を研磨するのに好適なポリウレタンのような物質から形成される上部研
磨層を含む。上部研磨層は、その研磨層を支持するのに好適な物質から形成される下層ま
たは「サブパッド」に取り付けられる。従来は、感圧接着剤を用いて２層は一緒に結合さ
れる。しかし、ある研磨用途においては、感圧接着剤を用いて一緒に積層された複数層化
学機械研磨パッドは研磨中に剥離し、その研磨パッドを役に立たなくし、そして研磨プロ
セスの邪魔をする傾向を有している。
　その剥離問題を軽減する１つの手法が、Ｒｏｂｅｒｔｓらへの米国特許第７，１０１，
２７５号に開示されている。Ｒｏｂｅｒｔｓらは、化学機械研磨のための弾性積層研磨パ
ッドを開示し、その研磨パッドは、感圧接着剤ではなく反応性ホットメルト接着剤によっ
て研磨層に結合されたベース層を含む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第６，００７，４０７号明細書
【特許文献２】米国特許第７，１０１，２７５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　にもかかわらず、使用中の内部破壊（すなわち、剥離）に耐性の弾性複数層積層化学機
械研磨パッドについての、およびそのような弾性複数層積層化学機械研磨パッドの製造に
有用な向上した化学機械研磨パッド組立品についての継続した必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様においては、上面、底面、および少なくとも２つの包み込みタブ（
ｗｒａｐ　ａｒｏｕｎｄ　ｔａｂｓ）を有するサブパッド（ｓｕｂｐａｄ）層；上側およ
び底側を有する裏当てプレート；サブパッド層を裏当てプレートに取り付けるのを容易に
するように設計された少なくとも２つの凹み領域を有する犠牲層；を含み、サブパッド層
は裏当てプレートの上側に配置されており、犠牲層は裏当てプレートの底側に配置されて
おり、少なくとも２つの包み込みタブは裏当てプレートの底側まで伸びている、化学機械
研磨パッド製造用組立品（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｐｏｌｉｓｈｉｎ
ｇ　ｐａｄ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　ａｓｓｅｍｂｌｙ）が提供される。
【０００９】
　本発明の別の態様においては、上面、底面および少なくとも２つの包み込みタブを有す
るサブパッド層、ここでサブパッド層から少なくとも２つの包み込みタブの取り外しを容
易にするために少なくとも２つの包み込みタブは目打ちされている；上側および底側を有
する裏当てプレート；裏当てプレートにサブパッド層を取り付けるのを容易にするように
設計された少なくとも２つの凹み領域を有する犠牲層；サブパッド層の上面に平行線パタ
ーンで適用された未硬化の反応性ホットメルト接着剤；サブパッド層の底面に適用された
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第１感圧接着剤；剥離ライナー、ここで第１感圧接着剤はサブパッド層の底面と剥離ライ
ナーとの間に配置されており、剥離ライナーは少なくとも２つの包み込みタブにはなく、
少なくとも２つの包み込みタブに適用された第１感圧接着剤を裏当てプレートに対して露
出させる；並びに、犠牲層と裏当てプレートの底側との間に配置されている第２感圧接着
剤；とを含み、第２感圧接着剤は第１感圧接着剤と組成が同じかまたは異なっており；サ
ブパッド層は裏当てプレートの上側に配置されており；少なくとも２つの包み込みタブは
裏当てプレートの底側まで伸びており；目打ちされている（ｐｅｒｆｏｒａｔｅｄ）少な
くとも２つの包み込みタブに適用され、かつ裏当てプレートに対して露出した第１感圧接
着剤は、少なくとも２つの包み込みタブを裏当てプレートに固定しており；並びに、第２
感圧接着剤は犠牲層を裏当てプレートに固定している、化学機械研磨パッド製造用組立品
が提供される。
【００１０】
　本発明の別の態様においては、研磨層を提供し；
　上面、底面および少なくとも２つの包み込みタブを有するサブパッド層；上側および底
側を有する裏当てプレート；裏当てプレートにサブパッド層を取り付けるのを容易にする
ように設計された少なくとも２つの凹み領域を有する犠牲層；平行線パターンでサブパッ
ド層の上面に適用された未硬化の反応性ホットメルト接着剤；を含み、サブパッド層が裏
当てプレートの上側に配置されており、犠牲層が裏当てプレートの底側に配置されており
、少なくとも２つの包み込みタブが裏当てプレートの底側まで伸びている、化学機械研磨
パッド製造用組立品を提供し；
　研磨層とサブパッド層との間に配置されている未硬化の反応性ホットメルト接着剤で、
研磨層と化学機械研磨パッド製造用組立品とを積層させ；積層物に軸方向の力を適用し；
未硬化の反応性ホットメルト接着剤を硬化させて、サブパッド層と研磨層との間に反応性
ホットメルト接着剤結合を形成し；サブパッド層から少なくとも２つの包み込みタブを分
離させ；並びに、サブパッド層に結合した研磨層を有するサブパッド層を化学機械研磨パ
ッド製造用組立品から取り外し、複数層化学機械研磨パッドを提供することを含む、化学
機械研磨パッドを製造する方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の化学機械研磨パッド製造用組立品の底部平面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａの化学機械研磨パッド製造用組立品のＡ－Ａ断面立面図であ
る。
【図２】図２は、図１Ａおよび１Ｂに示されるような化学機械研磨パッド製造用組立品に
組み込まれるように設計されたサブパッド層の上面図である。
【図３】図３は、図１Ａおよび１Ｂに示されるような化学機械研磨パッド製造用組立品に
組み込まれるように設計された犠牲層の上面図である。
【図４】図４は、図１Ａおよび１Ｂに示されるような化学機械研磨パッド製造用組立品に
組み込まれるように設計された裏当てプレートの上面図である。
【図５Ａ】図５Ａは、サブパッド層の上面に適用された未硬化の反応性ホットメルト接着
剤を有する化学機械研磨パッド製造用組立品の上面図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図５Ａの化学機械研磨パッド製造用組立品のＢ－Ｂ断面立面図であ
る。
【図６】図６は、本発明の化学機械研磨パッド製造用組立品の上側面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　化学機械研磨パッド製造用組立品またはその構成物に関連して、本明細書および特許請
求の範囲において使用される場合、用語「実質的に円形の横断面」は中心軸から化学機械
研磨パッド製造用組立品またはその構成物の外周までの横断面の最長半径「ｒ」がその中
心軸から外周までの横断面の最短半径「ｒ」よりも２０％以下だけ長いことを意味する。
（図６参照）
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【００１３】
　本発明のある実施形態において、化学機械研磨パッド製造用組立品が実質的に円形の横
断面を示す化学機械研磨パッド製造用組立品が提供される。
【００１４】
　本発明のある実施形態において、少なくとも２つの包み込みタブと裏当てプレートの底
側との間に配置されている感圧接着剤を含み、当該感圧接着剤が少なくとも２つの包み込
みタブを裏当てプレートに固定している化学機械研磨パッド製造用組立品が提供される。
この実施形態のある態様においては、サブパッド層は、少なくとも２つの包み込みタブの
取り外しを容易にするために目打ちされている。
【００１５】
　本発明のある実施形態においては、上面、底面、および少なくとも２つの包み込みタブ
を有するサブパッド層；上側および底側を有する裏当てプレート；サブパッド層の底面に
適用された感圧接着剤；感圧接着剤がサブパッド層の底面と剥離ライナーとの間に配置さ
れるように、感圧接着剤上に適用された剥離ライナー；サブパッド層を裏当てプレートに
取り付けるのを容易にするように設計された少なくとも２つの凹み領域を有する犠牲層；
を含み、サブパッド層は裏当てプレートの上側に配置されており、犠牲層は裏当てプレー
トの底側に配置されており、少なくとも２つの包み込みタブは裏当てプレートの底側まで
伸びている、化学機械研磨パッド製造用組立品が提供される。この実施形態のある態様に
おいては、少なくとも２つの包み込みタブに適用された感圧接着剤は、少なくとも２つの
包み込みタブと裏当てプレートの底側との接着剤接触を形成する。この実施形態のある態
様においては、感圧接着剤は少なくとも２つの包み込みタブを裏当てプレートの底側に固
定しており、それによりサブパッド層を裏当てプレートに保持する。この実施形態のある
態様においては、サブパッド層は少なくとも２つの包み込みタブの取り外しを容易にする
ために目打ちされている。
【００１６】
　本発明のある実施形態においては、サブパッド層は少なくとも１つの開口をさらに含む
。この実施形態のある態様においては、少なくとも１つの開口は、化学機械研磨操作のそ
の場での監視を可能にするための窓を有する化学機械研磨パッドの製造を容易にする。こ
の実施形態のある態様においては、少なくとも１つの開口は、円形横断面、楕円形横断面
およびスクオーバル（ｓｑｕｏｖａｌ）横断面から選択される横断面を有する。この実施
形態のある態様においては、少なくとも１つの開口は円形横断面を有する。この実施形態
のある態様においては、少なくとも１つの開口は楕円形横断面を有する。この実施形態の
ある態様においては、少なくとも１つの開口はスクオーバル横断面を有する。
【００１７】
　本発明のある実施形態においては、サブパッド層は化学機械研磨パッドに使用するのに
好適な物質を含む。この実施形態のある態様においては、サブパッド層は弾性ポリマー物
質を含む。この実施形態のある態様においては、サブパッド層はポリウレタン含浸フェル
トおよびポリウレタン発泡体から選択される物質を含む。この実施形態のある態様におい
ては、サブパッド層はポリウレタン含浸フェルトである。この実施形態のある態様におい
ては、サブパッド層はポリウレタン発泡体である。この実施形態のある態様においては、
サブパッド層はバフ（ｂｕｆｆｅｄ）高密度ウレタン発泡体である。この実施形態のある
態様においては、サブパッド層はクローズドセル（ｃｌｏｓｅｄ　ｃｅｌｌ）ポリウレタ
ン発泡体である。
【００１８】
　当業者は、所定の研磨操作に使用するための所与の複数層化学機械研磨パッドに所望の
機械的特性を与えるのに好適な厚みを有するサブパッド層を選択することを理解するであ
ろう。本発明のある実施形態においては、サブパッド層は０．７５～２．５ｍｍ；好まし
くは０．７５～２．０ｍｍの厚みを有する。
【００１９】
　本発明のある実施形態においては、上面、底面、および少なくとも２つの包み込みタブ
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を有するサブパッド層；サブパッド層の上面に適用された未硬化の反応性ホットメルト接
着剤；上側および底側を有する裏当てプレート；サブパッド層を裏当てプレートに取り付
けるのを容易にするように設計された少なくとも２つの凹み領域を有する犠牲層；を含み
、サブパッド層は裏当てプレートの上側に配置されており、犠牲層は裏当てプレートの底
側に配置されており；少なくとも２つの包み込みタブは裏当てプレートの底側まで伸びて
おり；未硬化の反応性ホットメルト接着剤は平行線パターンで適用されている；化学機械
研磨パッド製造用組立品が提供される。この実施形態のある態様においては、サブパッド
層は少なくとも２つの包み込みタブの取り外しを容易にするために目打ちされている。こ
の実施形態のある態様においては、未硬化の反応性ホットメルト接着剤は、６，５００～
１３，９４０ｇ／ｃｍ２、好ましくは８，３５０～１２，１００ｇ／ｃｍ２の被覆重量で
サブパッド層の上面に適用される。この実施形態のある態様においては、平行線パターン
は、互いに平行な複数の個々の線を含む。この実施形態のある態様においては、個々の線
は、厚み０．０５～０．２０ｍｍ、好ましくは、０．０７６２～０．１７２ｍｍ；幅１．
５～３．２５ｍｍ、好ましくは、１．５８～３．１８ｍｍ；および平行線パターンにおけ
る個々の線間の間隔１．５～３．２５ｍｍ、好ましくは１．５８～３．１８ｍｍを示す。
この実施形態のある態様においては、個々の線の間には、未硬化の反応性ホットメルト接
着剤がない谷がある。この実施形態のある態様においては、個々の線の間には、未硬化の
反応性ホットメルト接着剤がある谷があり、ここではその谷の中央で測定される未硬化の
反応性ホットメルト接着剤の厚みは個々の線の中央で測定される未硬化の反応性ホットメ
ルト接着剤の厚みの５％以下である。この実施形態のある態様においては、未硬化の反応
性ホットメルト接着剤は５０～１５０℃、好ましくは１１５～１３５℃の溶融温度、およ
び溶融後９０分以下のポットライフを示す。この実施形態のある態様においては、未硬化
の反応性ホットメルト接着剤は、その未硬化状態で、ポリウレタン樹脂（例えば、ローム
アンドハースから入手可能なＭｏｒ－Ｍｅｌｔ商標Ｒ５００３）を含む。
【００２０】
　本発明のある態様において、上面、底面、および少なくとも２つの包み込みタブを有す
るサブパッド層；上側および底側を有する裏当てプレート；サブパッド層を裏当てプレー
トに取り付けるのを容易にするように設計された少なくとも２つの凹み領域を有する犠牲
層；並びに、犠牲層と裏当てプレートの底側との間に配置されている感圧接着剤の層；を
含み、サブパッド層は裏当てプレートの上側に配置されており；感圧接着剤の層は犠牲層
を裏当てプレートの底側に固定しており；少なくとも２つの包み込みタブは裏当てプレー
トの底側まで伸びている、化学機械研磨パッド製造用組立品が提供される。この実施形態
のある態様においては、サブパッド層は、少なくとも２つの包み込みタブの取り外しを容
易にするために目打ちされている。
【００２１】
　本発明のある態様においては、上面、底面、および少なくとも２つの包み込みタブを有
するサブパッド層；上側および底側を有する裏当てプレート；サブパッド層を裏当てプレ
ートに取り付けるのを容易にするように設計された少なくとも２つの凹み領域を有する犠
牲層；を含み、サブパッド層は裏当てプレートの上側に配置されており、犠牲層は裏当て
プレートの底側に配置されており；少なくとも２つの包み込みタブは裏当てプレートの底
側まで伸びており；少なくとも２つの包み込みタブが犠牲層の少なくとも２つの凹み領域
にはまり込んでいる、化学機械研磨パッド製造用組立品が提供される。この実施形態のあ
る態様においては、少なくとも２つの包み込みタブは犠牲層と物理的接触を形成しない。
この実施形態のある態様においては、少なくとも２つの包み込みタブは犠牲層の少なくと
も２つの凹み領域とかみ合っている。この実施形態のある態様においては、少なくとも２
つの包み込みタブと犠牲層の少なくとも２つの凹み領域とのかみ合ったはまり込みは、サ
ブパッド層を裏当てプレートに固定している。この実施形態のある態様においては、サブ
パッド層は、少なくとも２つの包み込みタブの取り外しを容易にするために目打ちされて
いる。
【００２２】
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　本発明の実施において、ここで提供される教示を考えると、構成物の好適な厚みおよび
材料を有する裏当てプレートを選択することを当業者は理解するであろう。本発明のある
実施形態においては、裏当てプレートは２．５４～５．１ｍｍの厚みを有する。この実施
形態のある態様においては、裏当てプレートはアルミニウムおよびアクリル系シートから
選択される物質から構築される。
【００２３】
　本発明のある実施形態において、裏当てプレートは実質的に円形の横断面を有する。裏
当てプレートの直径は未硬化の反応性ホットメルト接着剤を適用するのに使用されるコー
ターのサイズによって限定されることを当業者は理解するであろう。この実施形態のある
態様においては、裏当てプレートは６００～１，６００ｍｍ；好ましくは６００～１，２
００ｍｍの直径を示す。
【００２４】
　本発明のある実施形態において、上面、底面および少なくとも２つの包み込みタブを有
するサブパッド層；上側および底側を有する裏当てプレート；裏当てプレートにサブパッ
ド層を取り付けるのを容易にするように設計された少なくとも２つの凹み領域を有する犠
牲層；サブパッド層の上面に、平行線パターンで適用された未硬化の反応性ホットメルト
接着剤；サブパッド層の底面に適用された第１感圧接着剤；剥離ライナー、ここで第１感
圧接着剤はサブパッド層の底面と剥離ライナーとの間に配置されており、剥離ライナーは
少なくとも２つの包み込みタブにはなく、少なくとも２つの包み込みタブに適用された第
１感圧接着剤を裏当てプレートに対して露出させる；並びに、犠牲層と裏当てプレートの
底側との間に配置されている第２感圧接着剤；とを含み、ここで第２感圧接着剤は第１感
圧接着剤と組成が同じかまたは異なっており；サブパッド層は裏当てプレートの上側に配
置されており；少なくとも２つの包み込みタブは裏当てプレートの底側まで伸びており；
少なくとも２つの包み込みタブに適用され、かつ裏当てプレートに対して露出した第１感
圧接着剤は、少なくとも２つの包み込みタブを裏当てプレートの底側に固定しており；並
びに、第２感圧接着剤は犠牲層を裏当てプレートの底側に固定している、化学機械研磨パ
ッド製造用組立品が提供される。この実施形態のある態様においては、少なくとも２つの
包み込みタブの取り外しを容易にするためにサブパッド層は目打ちされている。
【００２５】
　本発明は、図面を参照してここでさらに詳細に記載される。図面に示され、記載される
ような化学機械研磨パッド製造用組立品は実質的に円形の横断面を有する。にもかかわら
ず、ここで提供される教示を考えると、他の形状の横断面、例えば、多角形、環状、楕円
形および不定形などをどのように使用するかを当業者は理解するであろう。
【００２６】
　図１Ａにおいては、本発明の化学機械研磨パッド製造用組立品の底部平面図が提供され
る。特に、図１Ａは凹み部分４８を有する犠牲層４０の図を提供する。図１Ａは犠牲層４
０の凹み領域４８にはまり込んだサブパッド層２０の包み込みタブ２６の図も提供する。
【００２７】
　図１Ｂにおいては、図１Ａの化学機械研磨パッド製造用組立品のＡ－Ａの断面立面図が
提供される。特に、図１Ｂは、サブパッド層２０から包み込みタブ２６の取り外しを容易
にする目打ち２８を有する包み込みタブ２６を有し、上面２１および底面２３を有するサ
ブパッド層２０の図を提供する。第１感圧接着剤２２はサブパッド層２０の底面２３に適
用される。第１感圧接着剤２２はサブパッド層２０の底面２３と剥離ライナー２４との間
に配置されており、剥離ライナー２４は第１感圧接着剤２２と裏当てプレート３０の上側
３２との間に配置されている。犠牲層４０は、第２感圧接着剤層４４を用いて裏当てプレ
ート３０の底側３５に接着される。犠牲層４０は凹み領域４８を有する。剥離ライナー２
４は包み込みタブ２６の底面２５に適用された第１感圧接着剤２２に存在せず、このため
第１感圧接着剤２２は包み込みタブ２６と裏当てプレート３０の底側３５との間に接着剤
接触を形成する。包み込みタブ２６は裏当てプレート３０の外周３６の周りに伸び、犠牲
層４０の凹み領域４８にはまり込んでいる。
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【００２８】
　図２においては、図１Ａおよび１Ｂに示される化学機械研磨パッド製造用組立品のサブ
パッド層２０の上面図が提供される。特に、図２は目打ち２８および包み込みタブ２６を
有するサブパッド層２０の上面図を示す。本発明のある実施形態においては、サブパッド
層２０の包み込みタブ２６は、サブパッド層の目打ち２８から１０～５０ｍｍの長さ「Ｌ
」で伸び、そしてサブパッド層の目打ち２９に沿って５０～２００ｍｍ、好ましくは５０
～１００ｍｍの距離「Ｄ」で伸びる。
【００２９】
　図３においては、図１Ａおよび１Ｂに示される化学機械研磨パッド製造用組立品の犠牲
層４０の上面図が提供される。特に、図３は図２において示されるサブパッド層２０の包
み込みタブ２８がはまり込むように設計された凹み部分４８を有する犠牲層４０の上面図
を示す。
【００３０】
　図４においては、図１Ａおよび１Ｂにおいて示される化学機械研磨パッド製造用組立品
の裏当てプレート３０の上面図が提供される。特に、図４は実質的に円形の横断面を有す
る裏当てプレートである、外周３６を有する裏当てプレート３０の上面図を示す。
【００３１】
　図５Ａにおいては、サブパッド層１２０の上面１２１に適用された未硬化の反応性ホッ
トメルト接着剤を有する化学機械研磨パッド製造用組立品の上面図が提供される。特に、
図５Ａはサブパッド層１２０、およびサブパッド層１２０の上面１２１に適用された未硬
化の反応性ホットメルト接着剤１５０の個々の平行線パターンの図を提供する。パターン
になった未硬化の反応性ホットメルト接着剤１５０の個々の平行線は、幅「Ｗ」を有し、
そして隣接する線の間の間隔「Ｓ」を有する。
【００３２】
　図５Ｂにおいては、図５Ａに示される化学機械研磨パッド製造用組立品のＢ－Ｂの断面
立面図が提供される。特に、図５Ｂは、サブパッド層１２０から包み込みタブ１２６を後
に取り外すのを容易にする目打ち１２８を有する包み込みタブ１２６を有し、上面１２１
および底面１２３を有するサブパッド層１２０の図を提供する。第１感圧接着剤１２２は
サブパッド層１２０の底面１２３に適用される。第１感圧接着剤１２２はサブパッド層１
２０の底面１２３と剥離ライナー１２４との間に配置されており、剥離ライナー１２４は
第１感圧接着剤１２２と裏当てプレート１３０の上側１３２との間に配置されている。犠
牲層１４０は第２感圧接着剤１４４を用いて裏当てプレート１３０の底側１３５に接着さ
れる。犠牲層１４０は凹み領域１４８を有する。剥離ライナー１２４は包み込みタブ１２
６の底面１２５に適用された第１感圧接着剤１２２にはなく、その結果、第１感圧接着剤
１２２は包み込みタブ１２６と裏当てプレート１３０の底側１３５との間に接着剤接触を
形成する。目打ちされている包み込みタブ１２６は裏当てプレート１３０の外周１３６の
周りに伸びており、そして犠牲層１４０の凹み領域１４８にはまり込む。図５Ｂに示され
る本発明の特定の実施形態においては、化学機械研磨パッド製造用組立品は、サブパッド
層１２０の上面１２１に適用された未硬化の反応性ホットメルト接着剤の個々の平行線パ
ターン１５５を有する。そのパターン１５５における未硬化の反応性ホットメルト接着剤
の個々の平行線は厚み「Ｔ」を有する。
【００３３】
　図６においては、本発明のある実施形態に従った化学機械研磨パッド製造用組立品の上
側面斜視図が提供される。特に、図６は、化学機械研磨パッド製造用組立品の中心軸２１
２に対して実質的に垂直の面内に、化学機械研磨パッド製造用組立品２１０のサブパッド
層２２０の上面２２１がある図を提供する。この実施形態のある態様においては、化学機
械研磨パッド製造用組立品は中心軸２１２に対して垂直の実質的に円形の横断面を有する
。この実施形態のある態様においては、中心軸２１２に対して垂直の面内での、化学機械
研磨パッド製造用組立品２１０の横断面の中心軸２１２から外周２５０への最長半径「ｒ
」は最短半径「ｒ」よりも２０％以下、好ましくは１０％以下だけ長い。この実施形態の
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ある態様においては、横断面の半径「ｒ」は３００～６００ｍｍである。この実施形態の
ある態様においては、サブパッド層２２０の包み込みタブ２２６は、サブパッド層の目打
ち２２８から伸び、裏当てプレート２３０の外周２３６を包み込み、そして犠牲層２４０
の凹み部分２４８にはまり込んでいる。
【００３４】
　本発明の化学機械研磨パッド製造用組立品は、研磨層、場合によっては１以上の中間層
、およびサブパッド層を含む複数層化学機械研磨パッドの製造に有用である。
【００３５】
　本発明のある実施形態においては、化学機械研磨パッド製造用組立品は、ポリカーボネ
ート、ポリスルホン、ナイロン、ポリエーテル、ポリエステル、ポリスチレン、アクリル
系ポリマー、ポリメタクリル酸メチル、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニル、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、ポリブタジエン、ポリエチレンイミン、ポリウレタン、ポリエーテ
ルスルホン、ポリアミド、ポリエーテルイミド、ポリケトン、エポキシ、シリコーン、Ｅ
ＰＤＭおよびその組み合わせから選択されるポリマーを含むポリマー物質から製造された
研磨層を含む複数層化学機械研磨パッドに組み込まれる。この実施形態のある態様におい
ては、研磨層はポリウレタンを含む。
【００３６】
　所定の研磨操作のための所定の複数層化学機械研磨パッドに使用するのに好適な厚みを
有する研磨層を選択することを当業者は理解するであろう。本発明のある実施形態におい
て、化学機械研磨パッド製造用組立品は、２０～１５０ミルの平均厚みを示す研磨層を含
む複数層化学機械研磨パッドに組み込まれる。この実施形態のある態様においては、研磨
層は３０～１２５ミルの平均厚みを有する。この実施形態のある態様においては、研磨層
は４０～１２０ミルの平均厚みを有する。
【００３７】
　本発明のある実施形態においては、研磨層を提供し；
　上面、底面および少なくとも２つの包み込みタブを有するサブパッド層；上側および底
側を有する裏当てプレート；裏当てプレートにサブパッド層を取り付けるのを容易にする
ように設計された少なくとも２つの凹み領域を有する犠牲層；平行線パターンでサブパッ
ド層の上面に適用された未硬化の反応性ホットメルト接着剤；を含み、サブパッド層が裏
当てプレートの上側に配置されており、犠牲層が裏当てプレートの底側に配置されており
、少なくとも２つの包み込みタブが裏当てプレートの底側まで伸びている、化学機械研磨
パッド製造用組立品を提供し；
　研磨層とサブパッド層との間に配置されている未硬化の反応性ホットメルト接着剤で研
磨層と化学機械研磨パッド製造用組立品とを積層させて積層物を形成し；積層物に軸方向
の力を適用し；未硬化の反応性ホットメルト接着剤を硬化させて、サブパッド層と研磨層
との間に反応性ホットメルト接着剤結合を形成し；サブパッド層から少なくとも２つの包
み込みタブを分離させ；並びに、サブパッド層に結合した研磨層を有するサブパッド層を
化学機械研磨パッド製造用組立品から取り外し、複数層化学機械研磨パッドを提供する；
ことを含む、複数層化学機械研磨パッドの製造方法が提供される。この実施形態のいくつ
かの態様においては、少なくとも２つの包み込みタブはサブパッド層から切り離される。
この実施形態のいくつかの態様においては、ダイは積層物をスタンプ／切断して、研磨層
に結合されたサブパッド層を含む複数層化学機械研磨パッドを提供するために使用される
。この実施形態のある態様においては、サブパッド層は少なくとも２つの包み込みタブの
取り外しを容易にするために目打ちされている。
【符号の説明】
【００３８】
２０　サブパッド層
２１　サブパッド層の上面
２２　第１感圧接着剤
２３　サブパッド層の底面
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２４　剥離ライナー
２５　包み込みタブの底面
２６　包み込みタブ
２８　目打ち
２９　目打ち
３０　裏当てプレート
３２　裏当てプレートの上側
３５　裏当てプレートの底側
３６　裏当てプレートの外周
４０　犠牲層
４４　第２感圧接着剤層
４８　凹み領域
１２０　サブパッド層
１２１　サブパッド層の上面
１２２　第１感圧接着剤
１２３　サブパッド層の底面
１２４　剥離ライナー
１２５　包み込みタブの底面
１２６　包み込みタブ
１２８　目打ち
１３０　裏当てプレート
１３２　裏当てプレートの上側
１３５　裏当てプレートの底側
１３６　裏当てプレートの外周
１４０　犠牲層
１４４　第２感圧接着剤
１４８　凹み領域
１５０　未硬化の反応性ホットメルト接着剤
１５５　未硬化の反応性ホットメルト接着剤の個々の平行線パターン
２１０　化学機械研磨パッド製造用組立品
２１２　中心軸
２２０　サブパッド層
２２１　サブパッド層の上面
２２６　包み込みタブ
２２８　目打ち
２３０　裏当てプレート
２３６　裏当てプレートの外周
２４０　犠牲層
２４８　凹み部分
２５０　外周
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